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ANALISE MICROESTRUTURAL DE LIGAS EUTETICAS DOS SISTEMAS Al-Cu, Al-Si-Cu E
Al-Cu-Mg PROCESSADAS POR FUNDICAO EM AREIA
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O presente trabalho se insere como parte de um projeto mais amplo de pesquisae desenvolvimento de um
composito de matriz metalica (MMC) com capacidade de auto-reparo baseado em fase liquida e ligas de
efeito memoria de forma. Prevé-se a produgdo de um MMC do tipo “sanduiche” formado por chapas de
liga Al-Cu e camadas de um constituinte eutético reforcado por fios de nitinol. Apresenta-se aquiresultados
dacaracterizacdo microestrutural de liga eutéticabinaria Al-Cu, bem como de ensaios exploratérios visando
a obtencdo de ligas de menor temperatura de fusdo dos sistemas ternarios Al-Cu-Si e Al-Cu-Mg. Para
obtencdo da liga eutética Al-Cu foram utilizados como matéria-prima aluminio e cobre comercialmente
puros: os materiais foram fundidos em forno mufla e misturados mecanicamente antes de serem vazados
em moldes de areia. Para a producéo das ligas ternérias recorreu-se ainda a uma liga eutética comercial de
Al-Si e magnésio em uma liga Mg-5%Al. A caracterizagdo microestrutural das amostras fundidas foram
feitas através de microscopia 6ptica (MO), microscopia eletrdnica de varredura (MEV), espectroscopia por
energia dispersiva (EDS), difracdo de raios-X e calorimetria exploratéria diferencial (DSC). As analises de
MO e MEV mostraram a formacdo de microestruturas eutéticas, porém com aglomerados de regides
eutéticas mais refinadas e com regides de eutéticas mais gosseiras. A formagdo eutética pdde ser
comprovada por difratrogramas de raios-X e pelas anélises térmicas que mostraram transformacdes
térmicas tipicas desse constituinte. Além disso a DSC revelou, conforme almejado, redugdo significativa
na temperatura liquidus da liga Al-Cu-Si, assim como na liga Al-Cu-Mg.
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